Editorial

Nicht smart diskutieren - sondern SMART machen!

Léngst sind die produzierenden OEM und EMS der
Elektronikindustrie sowie ihre Zulieferer auf sehr
gutem Weg, die digitale Transformation der Ferti-
gungsstitten voranzubringen. Sie konnen auf einer
guten Basis aufbauen: Verkettete Produktionssys-
teme, Datentransfer, EMS- und MES-Anbindun-
gen, Traceability und intelligente Software-Losun-
gen waren bereits vorhanden und werden stetig
weiterentwickelt.

Dennoch gilt es, neue Spielregeln zu entwickeln;
nationale und internationale Kooperationen sind hier-
fiir unabdingbar. Die vertikale Integration, also die
digitale Vernetzung innerhalb eines Unternehmens,
muss zukiinftig ohne Software-Gaps funktionieren.
Hierfiir miissen ggf. neue Datenfor-
mate, Protokolle und Schnittstellen
entwickelt sowie neue Hardware fiir
den Datenaustausch zwischen den
Produktionssystemen geschaffen
werden.

Eine neue Herausforderung ist
sicherlich, die horizontale Wert-
schopfungskette iiber die Unterneh-
mensgrenzen hinaus zu vernetzen
und ,smart‘ zu machen. Einen mogli-
chen Ansatz hat Herr Heller auf dem
Kongress ,Wir gehen in die Tiefe*
im Juni 2017 in Dresden vorgestellt:
»Ausgangspunkt der Nokia SCM
Global Operations ist es, tiberall dort zu automati-
sieren, wo es dem Fabrikationsprozess nutzt. Konse-
quent werden in verschiedenen Standorten weltweit
logistische Prinzipien, exzellente Datenverfiigbarkeit
und umfassendes Datenmanagement (Datenanalytik,
Datenverarbeitung) miteinander verkniipft.“ Es geht
also nicht darum, das Internet of Things an sich voran
zu treiben, sondern konsequent die wirtschaftlichen
und Wettbewerbs-Vorteile daraus zu nutzen.

Eine nationale Kooperation besteht z. B. im RIS-Pro-
jekt (RFID in der Surface Mount Technology). Unter
Mitarbeit von ASM, Beta Layout, Harting, Kasper,

'&G

Kraus Hardware, Murata, Nokia, Rehm, Steca, TU
Dresden und Zollner wird das Ziel verfolgt, eine
smarte SMD-Linie aufzubauen, die in der Lage ist,
Daten zwischen den zu fertigenden elektronischen
Baugruppen und den einzelnen Fertigungseinrichtun-
gen online auszutauschen. Neue Chip-Familien las-
sen die Vision des intelligenten Produkts, das seinen
Fertigungszustand selbst speichern und kommunizie-
ren kann, greifbar nahe erscheinen.
Neue politische Initiativen treiben die internationale
Kooperation voran. Die deutsche Plattform Indus-
trie 4.0, die franzosische Alliance Industrie du Futur
und die italienische Initiative Piano Industrie 4.0
wollten sich mit folgenden drei Kernthemen befas-
sen, wie auf der Website des Bundes-
ministeriums fiir Wirtschaft im Juli
2017 zu lesen war:
* Schaffung von gemeinsamen Stan-
dards und Referenzarchitekturmo-

dellen

: » Wege zu ebnen, um die Digitali-
sierung fiir KMU zugénglicher zu
machen

* Die Politik soll giinstige Rahmen-
bedingungen schaffen, damit die
Industrie von der Digitalisierung
profitieren kann
Es hat sich viel getan, seitdem die
Bundesregierung erstmals 2006 eine
Hightech-Strategie fiir Deutschland verkiindet hat
und sich die Wirtschaftsverbdnde Bitkom, VDMA
und ZVEI 2013 zu der Plattform Industrie 4.0 ver-
standigt haben. Uns aus dem Elektronik produzie-
renden und zuliefernden Gewerbe muss vor einer
digital vernetzten Industrie nicht bange sein, denn wir
gestalten sie tagtiglich selbst mit — wir machen!
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